
台灣銘奮電子科技有限公司
Taiwan Fairfield Electronic Technology Co., Ltd.

2024.10



專業的技術為先導的電子材料供應商

台灣銘奮電子科技有限公司是一家以銷售各種進口電子材料為

主，以提供工藝設計及解決方案、強大的技術支援為輔的高科技

材料貿易公司。

關於銘奮



銘 奮

光通訊

工業工程

電子組裝

LED 封裝

和照明

氣密性封裝

半導體封裝

業務覆蓋 6 大行業

業務覆蓋範圍



公司產品-氣密性封裝

晶片粘接膠晶片粘接膠01

⫸ 可根據客戶具體應用要求開發

和定制配方 低應力系列

高導電系列

高導熱系列

耐高溫系列



 STAYDRY® H2-3000 

高容量氫氣吸片

 STAYDRY® H2-3000PSA

帶有易於粘貼壓敏膠(PSA)

的吸片

STAYDRY®吸氫吸濕片STAYDRY®吸氫吸濕片02

吸氫片

 STAYDRY® Z20

帶有PSA粘合劑的超快吸收的吸片

 STAYDRY® HiCapTM 2000

用於電信和醫療應用領域的

領先吸濕片

吸濕片

公司產品-氣密性封裝



 粘結性能：專門設計的粘結劑具有氣密性、耐濕、耐熱、耐回流特性。

 塗裝技術：可以針對客戶設計優化塗裝工藝，通過切割工藝等各種精密技術，進行各種設計。

 使用高科技清潔技術，可以使得無塵控制。

 塗覆各種薄膜，並通過氣相沉積工藝增強光學特性。

密封蓋板“ELEPHANE® CS”密封蓋板“ELEPHANE® CS”03

公司產品-氣密性封裝



● 典型產品特性

~1,000 W/mKTC(熱導率)

7~9 ppm/K @室溫CTE(熱膨脹係數)

MIL-STD-883K-C, 
-65℃~150℃  1000個迴圈

熱迴圈實驗下的
高可靠性

0.2~5.0mm厚度

設計
~100mm x 100mm尺寸

開孔型、耳朵型、梯形形狀

銅、鎳、金 可供選擇表面材料

適用於 800℃ 陶瓷釺焊且彎曲度 <30μm

半導體熱源散熱器半導體熱源散熱器04

 5G /6G 無線通訊
 HV / EV 中的 IGBT 功率模組
 軍事和航空航太通信
 CPU 伺服器、互聯網交換機、ASIC、

可穿戴設備
 高功率鐳射、雷射雷達

公司產品-氣密性封裝



 大功率 LED

 高功率器件

 無溶劑型環氧樹脂晶片粘接膠

 高達 95% 的含銀量

 導熱係數 25W/mK

 低吸濕率的樹脂

 過回流焊時穩定性高

高導熱銀膠 CT285高導熱銀膠 CT28501

公司產品-LED封裝和照明



【替代焊料】

 替代高溫鉛焊料

 替代 AuSn 焊料

【器件】

 SiC / GaN 功率器件

(TO 封裝、功率模組)

 表面發光二極體(VCSEL)

 高功率 LEDs

納米燒結銀漿 CT2700R7S納米燒結銀漿 CT2700R7S02

● 低電阻
● 高導熱率

(200 W/mK)
● 利用獨特的樹脂分散體系實現

低應力化、高耐熱、高可靠性

公司產品-LED封裝和照明



可提供的形式：焊條、焊線、焊膏

REL22TM 高可靠性無鉛合金焊材

REL61TM 無鉛合金焊材

NC259 無鉛免洗焊膏

 減少空洞
 減少窩枕缺陷
 非常低的殘留
 無銀 / 低銀合金

良好濕潤
 ……

部分產品Mini LED 用焊料Mini LED 用焊料03

公司產品-LED封裝和照明



【晶片包封】

可用于焊線晶片包封、智慧卡包封或元器件固定

我們提供覆核消費級或半導體級要求的包封材料

 操作簡單

 高可靠性

微電子材料微電子材料01

 低應力

 高導熱

【裸晶片粘接】

可用於 LED、COB或各類 IC 封裝的粘接

 單組份 / 雙組份

 導電 / 絕緣  快速固化 / 低溫固化

公司產品-電子組裝



【填縫劑】

通過使用導熱填縫劑填充表面缺陷，

獲得最佳產品性能，可以緩解由溫度

差異和彎曲引起的應力。

 低揮發

可揮發的矽氧烷含量可控制到PPM級別

 抵禦機械衝擊

能持久保持自粘性和柔軟，

以起到減振的作用。

【導熱膠 / 導熱凝膠 / 導熱脂】

適合各類不同材料的粘接用於散熱片、

倒裝晶片、變壓器、大功率LED等有散熱

要求的應用

 環氧 / 有機矽 / 特殊樹脂類

 常溫固化 / 低溫固化

 高強度 / 高導熱率

 導電 / 非導電

導熱材料導熱材料02

公司產品-電子組裝



 雙組分

 室溫或加熱固化

部分產品

 電絕緣

 1:1 混合比

灌封膠灌封膠03

公司產品-電子組裝



部分產品
背面保護薄膜 / 背面研磨膠帶
晶片粘接膜(DAF) / 切割膠帶
背面保護薄膜 / 背面研磨膠帶
晶片粘接膜(DAF) / 切割膠帶01

部分產品

公司產品-半導體封裝



【替代焊料】

 替代高溫鉛焊料

 替代 AuSn 焊料

【器件】

 SiC / GaN 功率器件

(TO 封裝、功率模組)

 表面發光二極體(VCSEL)

 高功率 LEDs

納米燒結銀漿 CT2700R7S納米燒結銀漿 CT2700R7S02

● 低電阻
● 高導熱率

(200 W/mK)
● 利用獨特的樹脂分散體系實現

低應力化、高耐熱、高可靠性

公司產品-半導體封裝



【BGA 用 EMC】

【指紋識別感應用 EMC】

【功率器件用 EMC】

環氧塑封料環氧塑封料03

公司產品-半導體封裝



【Flip-chip PKG 用MUF EMC】

【LF(框架) PKG 用 EMC】

環氧塑封料環氧塑封料03

公司產品-半導體封裝



助焊劑 / 錫膏助焊劑 / 錫膏04

公司產品-半導體封裝



各向異性導電粘著膠 (ACP)各向異性導電粘著膠 (ACP)05
Anisotropic Conductive Paste(ACP)           一種液體型環氧樹脂粘著劑

公司產品-半導體封裝

導電顆粒
3μm樹脂核
電鍍金-鎳的突起顆粒



結構膠結構膠01

結構
膠

丙烯酸

雙組份

聚氨酯

單組份

雙組份

環氧

雙組份

基材
金屬
熱塑塑膠
熱固塑膠
複合材料

基材
熱塑塑膠、橡膠、熱固塑膠
塗底塗金屬、複合材料

基材
金屬
橡膠
熱固塑膠
複合材料

公司產品-工業工程



光纖包覆和塗層光學粘合劑光纖包覆和塗層光學粘合劑01
部分產品

 高附著力 & 高濕性
 高耐寒性：-55℃以上保持柔軟性

 寬折射率可選：1.33~1.53
 高耐熱性：200℃的高可靠性
 高防水性

公司產品-光通訊



我們的團隊 & 優質服務

現場支持

公司團隊時刻準備客戶現場支援

的需要，盡全力確保客戶使用順

利和高效運行。

專業與服務

專業快速回應客戶的需要，深入

客戶現場以確定您的需求和問題

點並提出改進建議。

可定制解決方案

根據客戶不同的應用需求，定制

最優產品解決方案，必要時可產

品或配方定制。



！


